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國立中興大學&台灣電路板協會(TPCA)合辦

National Chung Hsing University (NCHU) & Taiwan Printed Circuit Association (TPCA)
～微奈米金屬化製程技術聯盟 成果發表暨技術研討會～
~Technology Symposium and R&D Announcement of The Alliance of 
Micro- and Nano-Metallization Technology~

	主辦單位

Organizer
	科技部產學小聯盟、國立中興大學、台灣電路板協會

Ministry of Science and Technology、NCHU、TPCA

	地點 Place
	台北世界貿易中心南港展覽館4樓401會議室

Conference Room 401, 4th Floor, Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1

	日期 Date
	2016/10/28 (Friday) 09:30-11:50

	費用

Registration Fee
	
	<早鳥價>

<Early Bird>

即日起~10/14
Now~10/14
	<優惠價>

< Preferential>

10/15~10/25
	<現場價>
< On-Site >

10/26~10/28

	
	NCHU & TPCA Member
	NTD$ 1,500
	NTD$ 2,000
	NTD$ 2,500

	
	非會員

Non-member
	NTD$ 2,000
	NTD$ 2,500
	NTD$ 3,000

	報名包含

Including
	(1) 午餐餐盒 / Lunch
(2) 精美講義 / Handouts
(3) 價值300美元的精選技術論文輯光碟一份 / An article CD (worth US$ 300!)

	中興大學
小聯盟會員獨享
NCHU Member Exclusive
	微奈米金屬化製程技術聯盟一般會員公司，每間享有2位免費參加名額。

NCHU Common Member: Each company has 2 free quotas.
微奈米金屬化製程技術聯盟產學會員公司，每間享有6位免費參加名額。

NCHU Collaboration Member: Each company has 6 free quotas.

	聯絡窗口

Contact Window
	楊佩螢小姐  Ms. Pei-Ying Yang     Tel：04-22840510 #905   

E-mail：evayang@dragon.nchu.edu.tw 

	線上報名 On-line Registration
	http://signup.tpca.org.tw 

	備註

Remark
	1. 報名完成請來電確認『繳費金額』，並請於完成繳費後填寫『繳費單』回傳至evayang@dragon.nchu.edu.tw以利對帳

1. After registration, please contact us to confirm your registration fee. Please return “payment sheet” to evayang@dragon.nchu.edu.tw after you have paid the fee.
2. 款項確認收訖後，將由國立中興大學開立自行收納統一收據郵寄予繳款人
2. NCHU will issue receipt to you after we have received your fee.
3. 10/26~10/28請至TPCA Show展覽會場-中興大學化工系攤位(編號K425)報名


議程 / Agenda

	時間/Schedule
	議題/ Content
	講師/ Speaker

	09:30~09:40
	開場及致詞 Welcoming Remarks
	國立中興大學化工系
National Chung Hsing University
竇維平 特聘教授
Dr. Wei-Ping Dow

Distinguished Professor

	09:40~10:05
	奈米銅合成及其在印刷電路板(PCB)之應用
Cu Nanoparticle Synthesis and its Application on PCB
	聯盟講師 Alliance Lecturer

蔡耀麟 Yao-Lin Tsai

	10:05~10:10
	換場時間 Short Break

	10:10~10:35
	以還原氧化石墨烯(rGO)應用於矽穿孔(TSV)與印刷電路板(PCB)之電鍍填充

Applications of Reduced Graphene Oxide (rGO) on Electroplating for TSV and PCB
	聯盟講師 Alliance Lecturer
陳依詠 Yi-Yung Chen

	10:35~10:40
	換場時間 Short Break

	10:40~11:05
	聚亞醯胺(PI)金屬化研究

Polyimide Metallization
	聯盟講師 Alliance Lecturer
莊雅雲 Ya-Yun Juang

	11:05~11:10
	換場時間 Short Break

	11:10~11:50
	1. 高速填孔電鍍銅
High-Speed Vias Filling by Copper Plating
2. 大尺寸矽穿孔填孔電鍍銅

Large Dimension TSV Copper Filling
	國立中興大學化工系
National Chung Hsing University
竇維平 特聘教授

Dr. Wei-Ping Dow

Distinguished Professor

	11:50~
	圓滿結束 Ending


	研討會報名表 / REGISTRATION SHEET

	公司：

Company Name:
	統編：

Tax ID:
	○ 小聯盟會員 / NCHU member  

○ TPCA會員 / TPCA member  

○ 非會員 / Non-member

	聯絡人：

Contact Person:
	電話：           分機：

Tel：              Ext:
	E-mail：

	姓名

Name
	部門/職稱

Department / Titles
	E-mail
	分機

Extension Number
	手  機

Cell Phone  Number
	葷/素

Meat/ Vegetarian

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


欄位如有不足請自行增列
